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나노 임프린트는 유용한 패턴 복제 방법 중 하나로 최근 많은 연구가 진행중이다. 종래의 패턴 복제

를 위한 마스터 및 스템프 재료로서 나노 임프린트에서는 주로 강도가 강한 석영(quartz) 혹은 실리콘

(silicon (Si) or silicon dioxide(SiO2)), 반도체 화합물(GaAs) 및 니켈과 같은 금속이 주로 사용 되어져 

왔다. 이는 전자빔 리소그래피 기술을 이용하여 초기 패턴을 제작하고, lift-off 및 RIE 등의 공정을 통

해 제작된다. 그러나 SiO2 및 석영을 소재로 하여 제작되어진 스탬프는 나노 임프린트 공정 시에 가

해지는 온도 및 압력에 의해 파손 될 우려가 있고, 패턴 전사시에 레진이 마스터를 오염시키는 문제

점 때문에 마스터의 오염 방지를 위해서 이형(release layer)처리가 반드시 필요로 하는 단점이 있다. 

또한, 고가의 식각 공정이 필요로 하는 단점이 있다. 한편, 소프트 리소그래피는 패턴 복제를 위해서 

주로 소수성을 가지는 poly (dimethylsiloxane) (PDMS)을 이용하기 때문에 표면처리가 필요 없고 몰

드 또한 가격이 저렴하다는 장점이 있지만 몰드의 유연성 때문에 경화과정에서 발생하는 수축현상과 

경화 후 용매제에 의한 팽창현상이 일어나 100nm 이하의 정밀 패턴은 어렵다는 단점이 있다.  

본 연구에서는 불화 유-무기 복합 재료를 이용하여 이형 표면처리를 필요로 하지 않는 패턴 복제용 

몰드를 제조하고자 하였다.  




